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Progetti sempre più sofisticati
e tempi di sviluppo che si strin-
gono: come è possibile gestire
due tendenze così contrastan-
ti? I moduli Catalyst di
Eurotech offrono una soluzio-
ne molto pratica ed efficiente a
questo dilemma: basati sui
processori Atom a basso con-
sumo ed elevate prestazioni, i
moduli Catalyst incorporano
un gran numero di funzioni in
un fattore di forma molto com-
patto. I moduli sono ottimizza-
ti e validati e, nel caso dei
Catalyst, le emissioni elettro-
magnetiche sono estremamen-
te ridotte e la dissipazione ter-
mica è eccezionalmente bassa.
Utilizzando i moduli come piat-
taforma, il progetto si semplifi-
ca: lo sviluppatore è finalmente
libero di concentrarsi esclusi-
vamente sulle parti originali e
con maggiore valore per pro-
dotto finale. 
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